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Generel information og faelles procedurer

1 Generelt

1.1 Omfang Denne standard beskriver metoder for
reparation og rework af monterede printkort. Den er et
sammendrag af informationer, implementeret og indsamlet
af “the Repairability Subcommittee (7-34) of the Product
Assurance Committee of the IPC”. Denne revision
inkluderer en udvidet deekning af blyfri processer, og
yderligere retningslinjer for eksempel for inspektion

af reparationer, sa som reparationer, der ikke har andre
publicerede kriterier.

Denne standard begranser ikke antallet af rework,
modifikationer eller reparationer pa et monteret
printkort.

1.2 Formal Denne standard beskriver de
proceduremassige krav, vaerktejer, materialer

og metoder der skal anvendes i forbindelse med
modifikationer, rework, reparationer, eftersyn eller
renovering af elektroniske produkter. Selvom denne
standard i store trak, er baseret pa produktklasse
definitionerne der benyttes i IPC standarder som
J-STD-001 eller IPC-A-610, kan denne standard
anvendes til enhver form for elektronisk udstyr.
Nar standarden er indfert i kontrakten, som
styrende dokument ved modifikation, rework,
reparation, eftersyn eller renovering af produkter,
traeder kravene for rangfelge i kraft.

IPC har identificeret det mest almindelige udstyr

og de processer, der anvendes for at udfere en specifik
reparation eller rework. Det er muligt at alternative
processer og udstyr kan benyttes til samme reparation.
Hyvis alternativt udstyr anvendes, er det op til brugeren
at afgere, om produktet er acceptabelt og intakt.

1.2.1 Definering af krav Hensigten med denne
standard er at den skal anvendes som en vejledning,

og der er ingen specifikke krav eller kriterier, med mindre
det er angivet separat og specifikt i kundens kontrakt eller
anden dokumentation. Nar termer som “skal”, “ber” eller
“er nedt til” anvendes, er det for at understrege et vigtigt
punkt. Hvis disse staerke anbefalinger ikke folges, kan
slutresultatet blive uacceptabelt, og der kan veare tilfort
yderligere skade.

1.3 Baggrund Elektronikprodukter er i dag mere
komplekse og mindre end nogensinde for. Pa trods af
dette kan de med et godt resultat modificeres, reworkes
eller repareres, hvis den rette teknik benyttes. Denne
manual er udviklet til at hjelpe brugere, nér der skal
udfores reparation, rework og modifikation af

elektronikprodukter med minimum indvirkning

af slutproduktets funktion eller palidelighed.
Procedurerne i denne standard er baseret pa

erfaringer fra produktionsvirksomheder,
printkortfabrikanter og brugere, som har erkendt
behovet for dokumentation af almindelig forekommende
rework-, reparations- og modifikationsteknikker. Disse
teknikker har generelt set 1 forbindelse med test og
udvidet afprevning vist sig, at veere acceptable for

de pagaeldende produktklasser. Beskrevne procedurer

i standarden er indsamlet fra bade kommercielle-

og militere organisationer, og der er for mange

til at de kan blive oplistet enkeltvis. “The Repairability
Subcommittee” har, hvor det har veret hensigtsmessigt,
revideret procedurerne for at inkludere forbedringer.

1.4 Termer og definitioner Definitioner noteret med
en * er citeret fra [IPC-T-50, og hjzelper til med at forsta
denne standard.

PCA — Printed Circuit Assembly — Monteret printkort

*Rework — Bearbejdning af emner, der ikke overholder
specifikationer, ved anvendelse af oprindelige eller
tilsvarende processer pa en sddan made, at emnet er

i overensstemmelse med tilherende tegninger eller
specifikationer.

*Modifikation — Korrektion af funktionsevnen af

et produkt, for at opfylde nye godkendelseskrav.
Modifikationer er normalt nedvendige for at indfere
designandringer, som kontrolleres via tegninger,
@ndringsmeddelelser osv. Modifikationer ber kun
udfores, nar det specifikt er godkendt og detaljeret
beskrevet i kontroldokumentation.

*Reparation — Genetablering af funktionsevnen pa et
defekt emne, pa en made der ikke nedvendigvis sikrer
overensstemmelse med tegninger eller specifikationer.

1.4.1 Produktklasser Produktets bruger er ansvarlig
for at definere produktklassen. Proceduren, der velges

i forhold til hvilken en handling, der skal udferes
(modifikation, rework, reparation, udbedring osv.),

skal vaere 1 overensstemmelse med klassen defineret

af brugeren. De tre produktklasser, er:

Klasse 1 — Simple elektronikprodukter

Omfatter produkter, der er egnet til anvendelse, hvor det
primare krav er det faerdige produkts funktion.

Klasse 2 — Palidelige elektronikprodukter

Omfatter produkter, hvor vedvarende funktion og udvidet
holdbarhed er pakreevet, og hvor kontinuerlig drift er






